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Abstract (en)
[origin: US4496404A] A composition and process for treating ferrous substrates including black plate container bodies to inhibit in-process corrosion
or rusting of the surfaces thereof by contacting the ferrous substrate with aqueous acidic composition containing controlled effective amounts of
aluminum, fluoride, optionally a second metal selected from the group consisting of zirconium, titanium, hafnium and mixtures thereof and hydrogen
ions to provide a pH on the acid side.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zur Behandlung von Metalloberflächen aus Eisen oder Stahl mit fluoridhaltigen Lösungen bringt man die Metalloberflächen
zwecks Verbesserung des Korrosionswiderstandes und zwecks Beibehaltung des metallischen Aussehens mit einer Lösung in Kontakt, die
Aluminiumionen, vorzugsweise in Mengen von 25 bis 250 ppm, und bis 200 ppm Fluoridionen enthält und die einen pH-Wert von 2 bis 5,5 aufweist.
Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung enthält die Lösung zusätzlich bis 1000, insbesondere 40 bis 320 ppm Ionen mindestens
eines der Metalle Titan, Zirkon und/oder Hafnium. Die bevorzugten Behandlungsbedingungen sind hinsichtlich Temperatur 26,7 bis 82 °C,
insbesondere 32,2 bis 54 °C, und hinsichtlich Dauer 2 sec bis 5 min, insbesondere 5 sec bis 1 min.
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